EP 0 204 099 A1

Europdisches Patentamt

0’ European Patent Office

Office européen des brevets

®

@) Anmeldenummer: 86104558.1

@ Anmeldetag: 03.04.86

0 204 099
Al

() Verdtfentlichungsnummer:

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

@ Int. Cl+ B41J 3/04

Die Bezeichnung der Erfindung wurde geZndert
(Richtlinien fiir die Priifung im EPA, A-lll, 7.3).
®) Prioritdt: 10.04.85 DE 3512837

Verdffentlichungstag der Anmeldung:
10.12.86 Patentblatt 86/50

Benannte Veriragsstaaten:
CHDEFRGB IT LI NLL SE

@) Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft Berlin
und Miinchen
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 Miinchen 2(DE)

@) Erfinder: Trausch, Giinter Elmar, Dipl.-ing.
Feldafingerstrasse 39b
D-8000 Miinchen 74(DE)

@ Verfahren zur Herstellung einer Anordnung zur Tropfchenerzeugung in

Tintenschreibeinrichtungen.

@ Eine galvanoplastische Kammanordnung, welche
mittels Einzelschritt-Verfahren hergestellt wird, be-
steht aus einzelnen Blgeln (7). die als Antriebsele-
mente zum Ausstoss von Tintenr8pfchen in Tinten-
schreibeinrichtungen dienen.
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Verfahren zur Herstellung einer Kammanordnung zur Erzeugung von Einzeltrdopfchen in Tinten-
schreibeinrichtungen.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer galvanoplastischen, Kammanordnung
bestehend aus einzeinen Bligein
(Antriebselementen) zum AusstoBen von Tinten-
tropfen in Tintendruckern in Einzeischritien.

Der deutschen Patentanmeldung P 35 00 985.3
liegt eine Anordnung zum Erzeugen von Ein-
zeltropfchen in einer Tintenschreibeinrichtung mit
einem flir eine Vielzahl von Austritts&ffnungen
(Diisen) gemeinsamen Tintenraum und einer der
Anzahl der Austritts&ffnungen entsprechenden An-
zahl von Leiterschieifen zugrunde. Dabei sind die
Austritts6ffnungen als Durchbriiche im Mittelteil
jeder Schleife ausgebildet. Zum AusstoB eines Ein-
zeltrdpfchens flhren die beweglichen Mitielteile
eine Bewegung enigegen der AusstoBrichtung ein-
es Tintentrépfchens aus.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Herstellungsverfahren flr ein in der Patentanmel-
dung P 35 00 985 genanntes Prinzip anzugeben.

Diese Aufgabe wird in folgenden Einzel-
schritten dadurch geldst, daB

a) auf eine Grundplatte aus Glas durch Be-
dampfen oder Sputiern eine Metalldoppelschicht
aufgebracht und aus dieser ein Sireifen im
spiteren Diisenlochbereich strukturiert wird, dann
eine weitere Metalldoppel schicht auf der ersten
Doppelschicht abgeschieden wird;

b) fotolithographisches Erzeugen von Positiv-
Trockenresist-Strukturen, Belichten der Bereiche
unter denen spiter die beiden TintenkanZle ge-
schaffen werden sollen, galvanisches Abscheiden
des Kammes und seiner Zuleitungen zwischen den
Fotoresiststrukiuren;

c) Ablésen der belichteten Fotoresistanteile,
Abdtzen der freigelegten Basismetallisierung zwi-
schen und unter den Kammelementen;

d) Atzen der Tintenkanile aus dem Glastriger
mit Uliraschall;

~ e) Entfernen des Fotoresists, L8sen der Bligel
in ihrem Miitelteil vom verbliebenen Glassockel
zwischen den Tintenkanilen durch selektives Atzen
der Zwischenschicht, Atzen der Basismetallisierung
zwischen der Kammsirukiur und unter dem
Blgelmittelteil.

Die erste Metalldoppelschicht besieht bei-
spielsweise aus 0,1 um Titan und 1,0 m Alumini-
um, die zweite Metalldoppelschicht aus 0,1 um
Titan und 0,5 um Kupfer, der Kamm und die Zulei-
tungen aus 50 um Nickel. Die Tintenkanile sind
beispielsweise 200 um fief.
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Mit dem Verfahren nach der Erfindung ist es
mdglich, auf einfache Weise in kompakter Bauart
die in der Patentanmeldung P 35 00 985 be-
schriebene Anordnung so zu realisieren, daB ein
elekirischer Abgleich der einzelnen Bligel zur
Nivellierung des Schwingverhaliens Uberflissig
wird. AuBerdem kann man die Kammsysteme in
Mehrfachanordnung auf einem Glastrdger herstel-
len.

Weitere Einzelheiten der Erfindung sind Ge-
genstand der Unteranspriiche.

Die Erfindung wird anhand der
erldutert. Es zeigen:

Figur 1 ein Zwischenstadium der Hersteliung
eines Schreibkopfes,

Figur 2 eine vergrdBerte Einzelheit A der Figur

Figuren

1,

Figur 3 einen Ausschniit im Biigelbereich des
fertigen Schreibkopfes,

Figur 4 die Unterseite sines bligelartigen An-
triebselementes im Mittelteil und

Figur 5 im Stadium der Figur 1 den Schnitt
durch einen Blgel l4ngs der Verbindungsgeraden
der Duseniochmitielpunkie und senkrecht zur
Grundplatte. )

In den Figuren ist mit 1 ein Glastrdger bezeich-
net. Darauf sind eine streifenférmig sirukturierte
Metalidoppelschicht 2, 3 und eine weitere
Metalidoppelschicht 4, 5 aufgebracht. 6 kennzeich-
net eine galvanisch abgeschiedene Metalischicht
und 7 die bligelartigen Antriebselemente (Leiter-
schleifen).

Der strichpunktierte Kreis A in der Figur 1
begrenzt in etwa den in Figur 2 vergréBert darge-
stellten Ausschnitt des Schichtaufbaus. Mit K sind
TintenkanZle, mit D DusenlScher in den Bigeln
und mit F Fotoresist bezeichnet.

Zur Verbesserung der Haftung der Bligel auf
dem Glas und zur Versiirkung der Abdeckung in
den nicht Glas zu #tzenden Bereichen kann wahl-
weise auf die zweite Metalldoppeischicht 4, 5
galvanisch eine weitere Metalischicht 6 abge-
schieden werden.

Im Beirieb wird beim Zuriickschlagen des ab-
gehobenen Blgels auf den Glassockel zwischen
den beiden Kanilen K ein Teil der Tinte zwischen
Sockel und Biigel durch das Diisenloch D im Biigel
ausgestoBen. Diese Tintenmenge kann gesteigert
werden, indem an der Aufschlagfiiche des Biigels
ein Hohlraum mit Hilfe der Schichten 5, 6 erzeugt
wird. Dazu ist das beschriebene Verfahren in fol-
gender Weise zu erweitern:
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Nach Abscheidung der Schichten 4 und 5 wer-
den im spéateren Disenlochbereich rechteckige
oder ovale Fotoresiststrukiuren (zum Beispiel 10
um hoch) erzeugt. -Galvanische Abscheidung der
Metallschicht 6 um den Fotoresist und in gleicher
Hohe. -Abscheiden (Bedampien, Spuitern) einer
weiteren nicht dargesteliten Schicht (zum Beispiel
0,5 um Kupfer) liber die Schicht 6 und den Fotore-
sist (ebenfalls nicht dargestellt).

Daran schiiefen sich die Schritte b bis d un-
verdndert an.

Entfernen des Fotoresists zwischen der
Blgelanordnung 7 (der Resist unter dem
DUsenloch zwischen den Schichten 5 und der wei-
teren nicht dargestellien Schicht ist noch nicht
zugénglich). -Atzen der nicht dargesteliten Schicht,
ferner der Schichten 6, 5, 4 zwischen der
Bligelanordnung. -Entfernen des Resists unter dem
Diisenloch und Atzen des darunterliegendesn Tei-
les der Schicht 5 durch das Disenloch. -Ldsen der
Biigel 7 in ihrem Mittelteil vom Glassockel durch
selektives Atzen der Zwischenschicht 3.-Abitzen
der Schichten 2 und 4 zwischen Glas und
Biigelmittelteil.

Auf die Forderung nach glattwandigen, trich-
terformigen  Dusenléchern im  Bligel sowie
Bligelabstdnden kieiner 30 um, bei 50 um
Biigelhdhe, ist die Fotoresiststruktur wie folgt abge-
stimmt: die entwickelten Resiststrukturen werden
resistspezifisch so temperiert, daB sie leicht ver
flieBen, breiter werden, ihre Flanken abflachen und
sich ihree Oberfldchen gldtten. Die Resiststruktur
des Dusenloches ist glockenfdrmig. Die galvanisch
abgeschiedene Schicht wichst auch seitlich {ber
die Resiststruktur.

Durch das Entfernen der Schichten 4, 5, 6
auch unter den ‘Biigeln vor dem Glasdtzen kann
das Glas an jeder Stelle von oben nach unten
abgetragen werden, so daB die Tintenkanéle einen
ebenen Boden erhalten. Dabei ermdglicht erst der
Ultraschall den notwendigen Atzaustausch durch
die engen Biigelzwischenrdume den gleichmagigen
Glasabtrag und den Abtransport der Atzprodukte.

Bei Verwendung von Titan als erster Metall-
schicht auf dem Glas kann beim Glasitzen durch
Wahl der Titandicke und/oder der Konzentration
der fluBsurehaltigen Glasitze die Neigung der
Glasflanken in einem weiten Bereich variiert wer-
den. Abnehmende Titandicke und/oder zuneh-
mende Glasétzekonzentration machen die Glasflan-
ken steiler. Dieses Prinzip gilt unabhingig von der
Glaszusammensetzung und der Verwendung von
Uitraschall beim Glasitzen.
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Soll zur Bewegung der Biigel sin unipolarer
Stromimpuls verwendet werden, so muB das
Blgelmaterial ferromagnetisch sein. Flr diesen Fall
ist das galvanisch gut abscheidbare Nickel beson-
ders geeignet. Als nicht ferronagnetisches
Biigelmaterial eignet sich flir das beschriebene
Herstellverfahren Kupfer.

Das beschriebene Herstellverfahren fiir Kam-
manordnungen ist flir alle in der deutschen Pate-
ntanmeldung P 35 00 985 erwdhnten
Ausflhrungsformen  der beweglichen Leiter-
schleifen geeignet (winkelfSrmig, geradiinig, ein-
oder mehrreihige Disenanordnung).

Anspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer
galvanoplastischen Kammanordnung bestehend
aus einzelnen Biigein (Antriebselementen) zum
Ausstofien von Tinteniropfen in Tintendruckern in
folgenden Einzelschritten, dadurch gekennzeich-
net, daf ,

a) auf eine Grundplatte (1) aus Glas durch
Bedampfen oder Sputtern eine Metalldoppelschicht
(2, 3) aufgebracht und nach Strukturieren dieser
Schichten eine weitere Metalldoppelschicht (4, 5)
auf der ersten Doppelschicht abgeschieden wird;

b) fotolithographisches Erzeugen von Positiv-
Trockenresist-Strukturen, Bslichten der Bereiche
unter den spéter die Tintenkanidle (K) geschaffen
werden sollen, galvanisches Abscheiden des Kam-
mes und seiner Zuleitungen (7) zwischen den
Fotoresiststrukturen;

c) Abldsen der belichteten Fotoresistanteile,
Abitzen der freigelegten Basismetallisierung (4 bis
6) zwischen den Kammelementen;

d) Atzen der Tintenkanile (K) aus dem
Glastrdger mit Ultraschall;

e) enifernen des Fotoresists, L&sen der Blgel -
(7) in ihrem Mittelteil vom Glas (1) durch selektives
Atzen der Zwischenschicht (3), Atzen der Basisme-
tallisierung (5, 4, 2) zwischen der Kammstruktur
und unter dem Bligelmittelteil.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet , daB wahlweise auf die zweite
Metalldoppelschicht (4, 5) galvanisch eine weitere
Metalischicht (6) abgeschieden wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf nach Abscheidung der zweiten
Metalldoppelschicht 4, 5) im spéteren
Disenlochbereich (D) Fotoresiststrukturen, zum
Beispiel rechteckig oder oval erzeugt werden;

galvanische Abscheidung der Metallschicht (6) um
den Fotoresist und in gleicher Héhe;

Abscheiden (Bedampfen, Sputtern) einer weiteren
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Schicht Uber die Schicht (6) und den Fotoresist;
Schritte b bis d entsprechend Anspruch 1;

Entfernen des Fotoresists zwischen  der

Biigelanordnung (7);

Atzen der zusitzlich abgeschiedenen Schicht und
den Schichien (6, 5, 4) zwischen der
Bligelanordnung;

Entfernen des Resists unier dem Diisenloch und
Atzen des darunterliegenden Teiles der Schicht -
(5) durch das Diisenloch;

L&sen der Blgel (7) in ihrem Miitelteil vom Glas
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durch selektives Atzen der Zwischenschicht (3);

Ab3tzen der Schichien (2 und 4) zwischen Glas
und Bigeimittelteil.

4. Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daB der entwickelie
Resist resistspezifisch so temperiert wird, daB er
verflieBt, breiter wird, seine Flanken abflachen und
sich seine Oberfiiche glatiet.

5. Verighren nach den Anspriichen 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, da3 die Schichten (4,
5, 6) vor dem Glasdtzen auch unter den Bligeln
entfernt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 1,dadurch ge-
kennzeichnet , daB die erste Lage der zweiten
Metalidoppelschicht (4) Titan ist und die Neigung
der Glasflanken durch Wahl der Titandicke
und/oder der Kon zentration der fluBsdurehaliigen
Glasétze variiert wird.
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